Riegel einleimen in Wabenplatten

Zur Herstellung von dicken Profilen
und Stollen werden aus Griinden der
Wirtschaftlichkeit zunehmend Waben-
platten eingesetzt. Die damit verbun-
dene Problematik der Beschlagstech-
nik wird zu Zeit meist dadurch gel6st,
dass im Randbereich der Wabenplatte
Riegel aus Spanplatten oder entspre-
chenden Werkstoffen eingesetzt sind.
Werden diese Riegel bereits bei der
Herstellung der Wabenplatte eingelegt,
ist der konstruktive Einsatz der Waben-
platte im Format bereits festgelegt.

Eine andere Moglichkeit ist die Her-
stellung der Wabenplatte ohne Riegel
im GroBformat. Diese Platten kénnen
dann spater kommisionsbezogen auf-
geteilt und nachtréglich Riegel einge-
leimt werden. Das von HOMAG ent-
wickelte Verfahren ermdglicht damit
die kommissionsweise Verleimung von
Riegel in Wabenplatten, wobei die
Wabenplatte industriell vorab produ-
ziert worden ist.



Wabenplatten - Werkstoffe mit Zukunft

Der Ablauf der nachtraglichen Riegelverleimung in die Wabenplatte ist wie folgt:
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6. Riegeleinleimen
7. Bundig frasen

Technische Daten der Anlage

Werkstiicklédnge 310 - 3300 mm (vierseitig)
3300 - 5600 mm (bei reiner Langsbearb.)
Werkstiickbreite 310 - 510 mm
Werkstiickdicke 15- 100 mm
Kapazitat bis 25 Teile/ min.
Riegelbreiten 11/ 38/ 65 mm
Riegeldicken 11 - 96 mm
Decklagendicke 3 - 8mm

Technische Daten und Fotos sind nicht verbindlich.
Wir behalten uns Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung ausdrticklich vor.
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